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Virtual Reality ohne Kopfschmerz oder
Simulationstibelkeit

Das Fraunhofer-Institut fiir Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP bietet Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen fiir
die OLED-on-Silizium-Technologie an. Auf der awe europe 2018, in Miinchen,
prasentiert das Institut eine neue VR-Brille mit der neuesten Generation
groBflachiger, hochauflésender OLED-Mikrodisplays mit geringem Stromver-
brauch. Die neuen Displays werden vom 18. bis 19. Oktober 2018 auf dem
Stand Nr. 322 des Fraunhofer FEP ausgestellt.

et

LOMID
VR-Brillen werden immer beliebter. Nicht nur Computerfans sind davon begeistert - Bl 5 g
auch sind virtuelle Rundgange durch Museen und Ausstellungen moglich und poten-
zielle Kaufer kdnnen das Interieur ihres neuen Autos in verschiedenen Farben und

Ausstattungen "ansehen". Allerdings sind die derzeit erhaltlichen VR-Brillen in der Das Projekt wird im Rahmen des
Regel schwer und UbergroB dimensioniert. Gleichzeitig schlagt das Gefuhl "mitten in Horizon 2020 Forschungs- und
der Szenerie zu stehen" oft in eine Art Seekrankheit um, sodass man sich fahlt, als ob Innovationsprogramms der
man bei starkem Wellengang auf dem Deck eines Bootes steht. Diese 'Simulations- Europdischen Union geférdert.
krankheit' (Motion Sickness), die Kopfschmerz, leichten Schwindel oder Ubelkeit Forderkennzeichen: 644101

hervorrufen kann, wird teils durch die niedrigen Bildraten und das Flackern der Bilder
und teils durch ein unpassendes Sichtfeld der VR-Brillen verursacht. Geférdert durch die

Europaische Union

Die Forschungsergebnisse des EU-geférderten Projekts LOMID (Large cost-effective
OLED microdisplays and their applications) sollen diese Herausforderungen losen:
GrofBflachige OLED-Mikrodisplays in Kombination mit einer anspruchsvollen Frei-
form-Optik bieten die Moglichkeit, VR-Brillen ergonomisch und leichtgewichtig zu
designen. Uberdies wird durch die erhohte Bildrate die Anfalligkeit fir Motion Sickness
beim Anwender gemindert.

Im Rahmen des Projekts haben die Wissenschaftler des Fraunhofer FEP neue OLED-Mik-
rodisplays mit einer GroBe von einem Zoll, der Auflésung von 1920 x 1200 Pixeln
(WUXGA, 2300 ppi) und einer erhdhten Bildrate von 120 Hz entwickelt. In der vom
Projektpartner Limbak entwickelten ultrakompakten Optik werden zwei dieser Displays
pro Auge nahtlos arrangiert, sodass insgesamt vier Displays flr das gesamte Headset im
Einsatz sind. Mit zwei WUXGA-Mikrodisplays pro Auge bietet das Headset eine
Gesamtauflésung von 4800 x 1920 Pixeln, was fast 5k entspricht. Dieses Design
ermoglicht sowohl eine sehr hohe effektive Displayauflésung als auch ein breites
Sichtfeld (> 100°) und erzeugt einen exzellenten VR-Eindruck.
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Dartber hinaus konnten die Optikspezialisten von Limbak den Abstand zwischen |

Display und Auge des Nutzers auf nur 37 mm reduzieren — also wesentlich weniger als ~ PRESSEINFORMATION
den 60-75 mm groBen Abstand bei den meisten herkdmmlichen Headsets. Dieses 19. September 2018 | Seite 2 / 4
ultrakompakte Design reduziert das Gewicht des Systems auf etwa ein Viertel sowie
das Gewicht auf die Halfte einer herkdmmlichen Brille bei gleichgroBem Sichtfeld.

Judith Baumgarten, Wissenschaftlerin im Bereich IC- und Systemdesign am Fraunhofer
FEP, erldutert den Designansatz, um eine hohere Bildrate zu erreichen und damit die
Motion-Sickness-Effekte und das Flackern in VR-Anwendungen zu reduzieren: "Um
eine hohere Bildrate von 120 Hz anbieten zu kdnnen, bendtigten wir hohere Datenra-
ten. Deshalb haben wir die parallele Schnittstelle der OLED-Mikrodisplays erweitert. Der
Modus des angezeigten Bildes kann von Hold- auf Impulsbetrieb umgestellt werden.
Dabei werden die klnstlichen Bewegungsartefakte und das Flimmern durch einen
speziellen Rolling-Emissions-Modus beseitigt. Der Chip bietet auch spezielle
Look-up-Tabellen zur Gammakorrektur — so kann jeder Farbkanal (rot, griin, blau und
weiB) individuell kalibriert werden. Dadurch erreichen wir eine hervorragende Bildquali-
tat zusammen mit einem sehr hohen Kontrastverhaltnis >100.000: 1 bei auBerge-
wohnlich niedrigem Stromverbrauch. Wir freuen uns sehr Gber diese positiven Ergeb-
nisse unserer Displays. In Kombination mit dem ultrakompakten Limbak-Design fir die
optischen Komponenten ist die Entwicklung wirklich kompakter, leichter und angeneh-
mer VR-Gerate mit einer hervorragenden Bilddarstellung moglich.”

Das Zusammenstellen mehrerer OLED-on-Silizium-Mikrodisplays innerhalb des Systems
hat insgesamt dazu beigetragen, den Formfaktor und das Gewicht zu reduzieren und
gleichzeitig die Auflésung auf ein Niveau zu erhéhen, das herkdmmliche TFT-basierte
AMOLED-Displays in VR-Headsets aufgrund ihrer begrenzten Pixeldichte derzeit nicht
erreichen. Auch zeichnet sich der LOMID-Ansatz durch die gute Wafer-Ausbeute aus,
wodurch die Herstellungskosten in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden.

Letzteres war auch eines der Hauptziele innerhalb des LOMID-Projekts. Der Partner
X-FAB entwickelte in seiner CMOS-Silizium-Foundry wirtschaftliche Verfahren mit
Augenmerk auf die Schnittstelle zwischen der oberen Metallelektrode der CMOS-Back-
plane und den nachfolgenden OLED-Schichten. Weiterfliihrend ist MICROOLED S.A.S.
innerhalb des Projektes verantwortlich fir die Herstellung der Schlisselkomponente flr
solche VR-Brillen — namlich der OLED-Mikrodisplays auf diesen CMOS-Wafern.

Die Wissenschaftler des Fraunhofer FEP stellen vom 18. bis 19. Oktober auf der

awe europe 2018 (Messestand Nr. 322) sowohl einen Prototypen des LOMID-Headsets
far VR-Anwendungen als auch die Forschungsergebnisse dazu vor.
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Partner aus finf Landern beteiligt. Vier der Partner sind Forschungseinrichtungen oder
Universitaten: Das Fraunhofer-Institut fir Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP hat zum Entwurf und das Prototyping von Mikrodisplay-Backpla-
ne-ICs beigetragen, die Universitat Leipzig hat Materialien flr Transistoren mit transpa-
renten Oxiden synthetisiert, die Universitat Oxford beschaftigt sich mit Anwendungen
fir Menschen mit eingeschranktem Sehvermaégen und das franzdsische Commissariat a
I'énergie atomique et aux énergies alternative (CEA-LETI) hat Techniken entwickelt,
womit die Displays sich biegen lassen. Die industriellen Partner sind

X-FAB Silicon-Foundry - verantwortlich fur die Herstellung von CMOS-Chips und
MICROOLED S.A.S. fiir die Fertigung und Vermarktung der Mikrodisplays sowie Limbak
als Partner fur das Design der Hochleistungsoptiken. Amanuensis unterstttzt das
Projektmanagement.

Das LOMID-Projekt wurde durch das Rahmenprogramm Horizon 2020 fir Forschung
und Innovation der Europaischen Union (Forderkennzeichen Nr. 644101) gefordert.
Zusatzliche Informationen unter: www.lomid.eu

Fraunhofer FEP auf der awe europe 2018:
Messestand: Nr.322
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24mm 120 Hz WUXGA OLED Microdisplay
© Fraunhofer FEP
Bildquelle in Druckqualitat: www.fep.fraunhofer.de/presse

Prototyp einer VR-Brille mit 4 hochauflésenden Optik mit 2 OLED-Mikrodisplays fiir eine VR-Brille
OLED-Mikrodisplays © Limbak
© Limbak Bildquelle in Druckqualitat: www.fep.fraunhofer.de/presse
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Das Fraunhofer-Institut fiir Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP arbeitet an innovativen Losungen auf den
Arbeitsgebieten der Vakuumbeschichtung, der Oberflachenbehandlung und der organischen Halbleiter. Grundlage dieser Arbeiten sind die
Kernkompetenzen Elektronenstrahltechnologie, Sputtern, plasmaaktivierte Hochratebedampfung und Hochrate-PECVD sowie Technologien fir
organische Elektronik und IC-/Systemdesign. Fraunhofer FEP bietet damit ein breites Spektrum an Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotfertigungs-
moglichkeiten, insbesondere fir Behandlung, Sterilisation, Strukturierung und Veredelung von Oberflachen sowie fir OLED-Mikrodisplays,
organische und anorganische Sensoren, optische Filter und flexible OLED-Beleuchtung. Ziel ist, das Innovationspotenzial der Elektronenstrahl-,
Plasmatechnik und organischen Elektronik fiir neuartige Produktionsprozesse und Bauelemente zu erschlieBen und es fir unsere Kunden nutzbar
zu machen.



